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二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2025-2031年中国集成电路封装市场评估与市场需求预测报告》报告中的

资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以

及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业

分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，

是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

在我国集成电路产业链中，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测

试技术逐步接近国际先进水平，封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业，包括公

司在内的国内主要封装测试企业在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐

渐增强。2024年，我国集成电路封装行业市场规模达2763亿元。

近年来，中国大陆封测行业迅速发展，占据了第二的市场份额，主要因为大陆骨干企业的技

术突破和国际IDM企业封测业务向国内转移，中国大陆的几乎主要的IDM和封测厂商都在中

国设有封装工厂，以获得成本优势。伴随着长电科技并购星科金朋，通富微电并购AMD封测

资产，大陆封测市场占比逐渐提升。

受益于全国新冠肺炎疫情控制较好，各行业复工复产较早，远程办公、在线教育、家庭娱乐

等需求的规模化兴起，智能驾驶、医疗、数据中心及5G等下游需求的快速渗透深化，中国封

测产业实现了快速增长。预计2025-2031年我国集成电路封装行业市场规模年复合增长率

（CAGR）为8.45%，到2024年我国集成电路封装行业市场规模将达到4424亿元。
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（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析



（10）企业最新发展动向

6.2.9天水华天科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业最新发展动向

6.2.10南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业最新发展动向

第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

7.1集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1集成电路封装行业进入壁垒

（1）技术壁垒

（2）渠道壁垒

（3）人才壁垒

（4）市场规模壁垒

（5）出口资质壁垒

7.1.2集成电路封装行业盈利模式



7.1.3集成电路封装行业盈利因素

7.2集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

7.2.2国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合案例分析

（1）通富微电公司投资兼并与重组分析

（2）华天科技公司投资兼并与重组分析

（3）长电科技公司投资兼并与重组分析

7.2.4集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3集成电路封装行业投融资分析

7.3.1产业基金对集成电路产业的扶持分析

（1）基金对集成电路产业的扶持情况

（2）近年来国家产业基金集成电路投资情况

（3）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

（4）大基金对集成电路产业的投资情况

（5）大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3半导体行业资本支出分析

7.4集成电路封装行业投资建议

7.4.1集成电路封装行业投资机会分析

（1）宏观环境改善

（2）政策的利好

（3）产业转移

（4）市场因素

7.4.2集成电路封装行业投资风险分析

（1）政策风险

（2）技术风险

（3）供求风险

（4）宏观经济波动风险

（5）关联产业风险

（6）产品结构风险

（7）企业生产规模风险



（8）其他风险

7.4.3集成电路封装行业投资建议

（1）投资区域建议

（2）投资产品建议

（3）技术升级建议
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